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１．概要（Summary） 

THz 領域は結晶多形の解析に優れているなどの魅力

的な特性をもつ波長領域であるが，動的偏光制御する素

子の不足から，十分に活用できていない．近年，金とシリ

コンをらせん形状にパターニングした構造に対して静電

気や空気圧の様な外力を加えることで，立体的ならせん

形状に変形し，THz 領域において面外変形量の増加に

伴い，大きな偏光効果を示すことが報告された[1]．しかし，

先行研究における変形方法では，変形方法によるらせん

形状の構造の不安定性から偏光効果の大きさが制限され

てしまった．本研究では，らせん構造の中心を他のウエハ

に対して選択的に接合し，そのウエハを上下させることで，

らせん構造を機械的に持ち上げる変形方法を提案する．

この変形方法では，機械的な引張による変形であるため，

先行研究のような不安定性を生じることなく，安定した大

変形が可能であり，大きな偏光効果が期待できる． 

 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
* 高速大面積電子線描画装置 

* マスク・ウエーハ自動現像装置群 

* 光リソグラフィ装置 MA-6 

* 高速シリコン深掘りエッチング装置 

* 形状・膜厚・電気特性評価装置群 

* ステルスダイサー 

* パリレンコーター 

【実験方法】 
高速大面積電子線描画装置及びマスク・ウエーハ自動現

像装置群を用いてフォトマスクを製作した．ステルスダイサ

ーで Silicon on Insulator（SOI）ウエハ(デバイス層: 

2.5 [µm]，ボックス層: 1 [µm]，ハンドル層:300 [µm])をダ

イシングした．電気通信大学のクリーンルームを利用し製

作したフォトマスクをもとにデバイス層に対して表面パター

ニングを行った．背面にアルミを成膜後，光リソグラフィ装

置 MA-6 を用いて裏面アラインし，露光し，アルミをパター

ニングした．接合するためのウエハに対してパリレンコータ

ーを用いてパリレンの成膜を行った．電気通信大学のクリ

ーンルームを利用して製作したフォトマスクをもとに接合部

となる SU-8 をパターニング後，パリレンが成膜されたウエ

ハと重ね，熱と圧力を加えて接合を行った．高速シリコン

深掘りエッチング装置でらせん形状の背面にあるハンドル

層のSiをエッチングした．高速シリコン深掘りエッチング装

置でエッチングした深さを計測した．らせん形状の背面に

あるボックス層を除去した．安定した大変形が可能かを確

かめるために，ステージと治具を用いて，ウエハ間の距離

をはなし，顕微鏡によりその様子を観察した．また，らせん

構造の変形形状を形状・膜厚・電気特性評価装置群を用

いて計測した． 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

提案方法により，らせん形状が立体的に変形することを

確認した．変形量は最大で 536 µm と先行研究の 10 倍

の変形を確認した 
． 
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